
第一图书网, tushu007.com
<<现代电子装联工艺缺陷及典型故障1>>

图书基本信息

书名：<<现代电子装联工艺缺陷及典型故障100例>>

13位ISBN编号：9787121181795

10位ISBN编号：7121181797

出版时间：2012-8

出版时间：电子工业出版社

作者：樊融融

页数：297

字数：477000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<现代电子装联工艺缺陷及典型故障1>>

内容概要

　　本书是新出版不久的《现代电子装联工艺可靠性》一书的补充和姊妹篇。
已出版的《现代电子装联工艺可靠性》为从事电子制造和用户服务等行业的工程师提供了解决电子装
联工艺缺陷及故障形成机理方面问题的技术基础。
而本书则是一本可供他们参考的典型案例积累，并告诉读者如何通过分析和归纳采取正确的解决措施
。
撰写本书的目的，就是为目前正在从事现代电子制造的工艺工程师、质量工程师、用户服务工程师提
供一套电子装联工艺缺陷及故障分析的综合性参考书。
本书对设计工程师也有一定的参考价值。
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章节摘录

　　3.解决措施 （1）在无铅焊接时要选用高Tg值和Td值的层压材料。
（2）尽量选用a2橡胶态中Z—CTE偏小的基板材料。
（3）在确保产品质量和可靠性要求的前提下，应尽量靠近上述给出的峰值温度范围的低端，选取焊
接峰值温度和时间。
美国微电子封装专家C.G.Woychik指出：“使用通常的SnPb合金，在再流焊接时元器件和PCB所能承受
的最高温度为240℃。
而当使用SnAgCu（无铅）合金时，JEDEC规定最高温度为260℃。
温度提高了就可能危及电子封装组装的完整性，特别是对许多叠层结构材料，易使各层间发生脱层，
尤其是那些含有较多潮气的新材料。
内部含有的潮气和温度的升高相结合，将使大多数常用的叠层板（HDI积层多层PCB）发生大范围的
脱层。
” 经过综合分析，在HDI积层多层PCB的无铅再流焊接中，当使用SnAgCu焊料合金时，峰值温度建议
取为235℃，最高不要超过245℃。
实践表明，采取此措施后，效果非常明显。
No.064 再流焊接过程中的“墓碑"缺陷 1.现象表现及描述 电子产品自进入表面组装之后，在大批量再
流焊接工艺过程中，无源片式元器件的“墓碑”现象给PCBA组装焊接增加了许多麻烦。
随着SMC／SMD的微小型化，再流焊接时经常会发生片式元器件的一端焊附在PCB的焊盘上，另一端
翘起离开焊盘的现象，因此这种现象通常又称为“墓碑”现象，也有称“曼哈顿”现象或“立碑”现
象的，如图5.19和图5.20所示。
无铅焊料更高的熔点及更大的表面张力，将使阻容元器件在再流焊接过程中发生“墓碑”的现象更加
严重。
2.形成原因及机理 1）初始润湿的差并 造成“墓碑”的原因之一，是无源元器件两端焊料的初始润湿
力不同所致，这种不同来自于两个焊端表面的温度和可焊性的差异。
理想状态下，元器件两个焊端都会同时进行再流、润湿并形成焊点。
此时，作用在两个焊端的力（如润湿力和焊料的表面张力）将同时作用并互相抵消。
但如果不是这样，若其中一个焊端更快地进行再流和润湿，那么作用在该焊端上形成焊点的力，就可
能使元器件另一个焊料还没有融化的焊端抬起来，从而形成“墓碑”现象。
润湿机理包括三个重要参数：一是初始润湿时间，二是润湿力，三是完全润湿时间。
发生完全润湿的时间长短直接关系到墓碑缺陷的产生，因为完全润湿发生时，在焊点和元器件上的作
用力最大。
如果元器件的一个焊端比另一个焊端先达到完全润湿，那么润湿力就有可能把元器件抬起来。
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